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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年10月15日(2015.10.15)

【公開番号】特開2013-61327(P2013-61327A)
【公開日】平成25年4月4日(2013.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-016
【出願番号】特願2012-192742(P2012-192742)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｒ  15/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｒ   15/02     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月28日(2015.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アパーチャ（１１０）を画定するロゴスキコイル（１０４）と、
　前記ロゴスキコイルを少なくとも部分的に囲い、第１部分と第２部分とを有する誘電材
料（１０８）であって、前記誘電材料は、約１０Ｈｚから約１０００Ｈｚにおいて少なく
とも約３．５の誘電率を有し、前記誘電材料は、導体が少なくとも部分的に前記アパーチ
ャ内に挿入されるときに、前記誘電材料の少なくとも前記第１部分が前記ロゴスキコイル
と前記導体との間に位置決めされるように構成される、誘電材料（１０８）と、
を含み、
　前記誘電材料の前記第１部分が、第１の厚さを有し、
　前記誘電材料の前記第２部分が、第１の厚さより小さい前記第２の厚さを有し、
　前記誘電材料の前記第２部分が、前記ロゴスキコイルに隣接し、かつ前記アパーチャの
反対に位置決めされ、
　前記第１の厚さは、半径方向かつ前記導体と垂直方向の厚さである、
導体（１４）内の電流を検出する際に使用されるセンサデバイス（１２）。
【請求項２】
　前記ロゴスキコイル（１０４）を少なくとも部分的に囲うエンクロージャ（１１２）を
さらに含み、前記エンクロージャは、前記誘電材料（１０８）の少なくとも一部を含む、
請求項１に記載のセンサデバイス。
【請求項３】
　前記誘電材料（１０８）は、約１０Ｈｚから約１０００Ｈｚにおいて少なくとも約５．
０の誘電率を有する、請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項４】
　前記誘電材料（１０８）は、約１０Ｈｚから約１０００Ｈｚにおいて少なくとも約８．
０の誘電率を有する、請求項３に記載のセンサデバイス。
【請求項５】
　前記誘電材料（１０８）は、約１０Ｈｚから約１０００Ｈｚにおいて少なくとも約１０
．０の誘電率を有する、請求項４に記載のセンサデバイス。
【請求項６】
　前記誘電材料（１０８）は、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）熱可塑性材料を含



(2) JP 2013-61327 A5 2015.10.15

む、請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項７】
　前記エンクロージャ（１１２）は、第１部分（１１８）と、前記ロゴスキコイル（１０
４）を実質的に囲うために前記第１部分に解放可能に結合される第２部分（１２０）とを
含む、請求項２に記載のセンサデバイス。
【請求項８】
　前記誘電材料（１０８）の前記第１部分および前記第２部分のうちの少なくとも一部は
、約１．０ｍｍと約８．０ｍｍとの間の厚さを有する、請求項２に記載のセンサデバイス
。
【請求項９】
　前記ロゴスキコイル（１０４）を支持するように構成された非磁性基板（１０２）をさ
らに含み、前記基板は、複数のボビン（１２４、１２６、１２８、１３０、１３２、１３
４）を含み、前記複数のボビンは、第２誘電材料を含む、請求項１に記載のセンサデバイ
ス。
                                                                      


	header
	written-amendment

